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前言

　　随着教育教学改革的逐渐深入，我国高等工科教育的人才培养正由知识型向能力型转化。
高等学校由主要重视知识传授向重视知识、能力、素质和创新思维综合发展的培养方向迈进，以满足
尽快建立国家级创新体系和社会协调发展对各层次人才的需要。
　　由于贯彻科学发展观和科教兴国的伟大战略方针，我国对教育的投入正逐年加大。
在新的教育改革理念的支持下，我国高校的实验室建设、工程实践教学基地建设呈现着前所未有的发
展局面。
不仅各种实验仪器、设备等教学基础设施硬件条件有了较好的配置，而且在师资队伍建设、课程建设
、教材建设、教学管理、教学手段、教学方法和教学研究等方面都取得了长足的进步。
　　面对发展中的大好形势，清华大学基础工业训练中心在总结长期理论教学和工程实践教学经验的
基础上，参照教育部工程材料及机械制造基础课程教学指导组完成的《工程材料及机械制造基础系列
课程教学基本要求》和《重点高等工科院校工程材料及机械制造基础系列课程改革指南》，组织高水
平的师资队伍，博采众家之长，策划、编写（包括修订）了这套综合性的系列教材。
　　在教材的编写过程中，作者试图正确处理下列6方面的关系：理论基础与工程实践、教学实验之
间的关系；常规机电技术与先进机电技术之间的关系；教师知识传授与学生能力培养之间的关系；学
生综合素质提高与创新思维能力培养之问的关系；教材的内容、体系与教学方法之间的关系；常规教
学手段与现代教育技术之间的关系。
　　由于比较正确地处理了上述关系，使该系列教材具有下列明显的特色：　　（1）重视基础性知
识，精选传统内容，使传统内容与新知识之间建立起良好的知识构架，有助于学生更好地适应社会的
需求，并兼顾个人的长远发展。
　　（2）重视跟踪科学技术的发展，注重新理论、新材料、新技术、新工艺、新方法的引进，力求
使教材内容具有科学性、先进性、时代性和前瞻性。
　　（3）重视处理好教材各章节间的内部逻辑关系，力求符合学生的认识规律，使学习过程变得顺
理成章。
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内容概要

本书以基本工艺知识和电子装联技术为基础，以EDA实践和现代先进组装技术为支柱，对电子产品工
艺设计制造过程作了全面介绍，包括电子工艺概论、安全用电、EDA与DFM简介、电子元器件、印制
电路板、焊接技术、装联与检测技术、表面贴装技术等内容，是电子实践教学领域中典型的参考书。
    作者有二十余年电子技术工作经验，经历了二十多年电子工艺实习教学实践，与电子制造企业界、
学术界和媒体紧密联系，使本书视野开阔、内容充实、详略得当、可读性强、信息量大，兼有实用性
、资料性和先进性。
    本书既可作为电子实践类课程的参考教材，亦可作为电子科技创新实践、课程设计、毕业实践等活
动的实用指导书，同时也可供职业教育、技术培训及其他有关技术人员参考。
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章节摘录

　　3 EDA与DFM简介　　随着现代科学技术的发展，科学研究与技术开发行为日益市场化，而远非
单纯的学术行为，尤其像电子技术这种与现代化紧密联系的技术科学，对研发周期、成本效益和可靠
性非常敏感。
为了适应市场需求，要求设计工作必须在较短的时间内出色完成，并且保证设计的产品具有良好的可
制造性，进而要求控制制造成本、实现设计的最优化。
　　3.1 现代电子设计　　1.电子设计与新的挑战　　1）电子设计与电子产品　　关于电子设计对产
品总成本、制造成本以及生产缺陷的重要性，由下面基本估算可以窥豹一斑：　　产品总成本60％取
决于产品的最初设计；　　75％的制造成本取决于设计的优化水平；　　70％～80％的生产缺陷由设
计原因造成。
　　2）新的挑战　　传统的电子产品研发过程，一般需要经过：实体模型试验一修改设计一试验样
机与性能试验一再修改 生产样机与结构工艺性能检验一修订整理设计方案。
对于复杂产品或可靠性要求高的产品，过程还要复杂得多。
这种方法，不仅开发周期长，而且需要大量手工操作和样机制作。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<电子技术工艺基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


